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LLaserintegration in die FFertigungsttechnik  (Initiative LiFt)

Applikationsbeispiele
Bachale, Jan; Weinhold, Sebastian (Hochschule Mittweida)

Füger, Sascha (ITW e.V. Chemnitz)

Teil 1: Laserschneiden mit LaserMicroJet-Verfahren
Teil 2: Applikationsbeispiele für die Laserintegrat ion in die Fertigung
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LLaserintegration in die FFertigungsttechnik  (Initiative LiFt)

Institut für innovative Technologien, 
Technologietransfer, Ausbildung und 
berufsbegleitende Weiterbildung e.V.

Messtechnik Fertigungsverfahren 
Fertigungstechnik

Mechatronik Mechanische 
Entwicklung

Bildverarbeitung

� Forschung

� Entwicklung

� Erprobung

� Technologietransfer

� industrielle Dienstleistungen
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LLaserintegration in die FFertigungsttechnik  (Initiative LiFt)

Funktionsprinzip des LaserMicroJet-Verfahrens

� Einkopplung von Laserstrahlung (Nd:YAG) in einen laminaren Wasserstrahl

� Leitung der Laserstrahlung durch Totalreflexion bis zum Bearbeitungsort

� Schmelzen des Materials durch die Laserenergie

� wasserstrahlinduzierter Schmelzaustrieb (kein direkter Materialabtrag durch den Wasserstrahl)
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LLaserintegration in die FFertigungsttechnik  (Initiative LiFt)

Aufbau

LaserMicroJet-Anlage des ITW LaserMicroJet � Prinzip

Quelle: www.synova.ch
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LLaserintegration in die FFertigungsttechnik  (Initiative LiFt)

Verfahrensvorteile Parameter

Gestreckter Arbeitsbereich

� keine Fokusnachführung bei unebenen 
Werkstücken erforderlich

� unproblematische Bearbeitbarkeit von nicht 
formstabilen Werkstücken 

� verringerte Kollisionsgefahr durch großen 
Arbeitsabstand

� Keine zusätzlichen Schutzmaßnahen für 
Fokussieroptiken erforderlich 

Wirkungen durch das Prozessmedium Wasser

� Kühlwirkung

- geringe WEZ durch die sehr gute 
Werkstückkühlung

- gute Bearbeitbarkeit von wärmeempfindlichen 
Materialien

- kein Werkstückverzug durch thermische 
Einflüsse

� Effizienter Schmelzaustrieb durch örtlich 
begrenzte Krafteinwirkung 

� kein zusätzlicher Prozessgaseinsatz zur 
Verhinderung von Oxidation erforderlich

� keine Verunreinigungen des Werkstücks - die 
Schneidprodukte werden im Wasser gebunden
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LLaserintegration in die FFertigungsttechnik  (Initiative LiFt)

Werkstoffe 

Metalle:  
- CrNi-Basislegierungen
- Metallfolien (0,005 mm � 0,3 mm)
- amorphe Metalle
- Aluminium, Titan, Tantal u.a.
- Sondermetalle /Sondergefüge

Halbleiter:   
- Si-Wafer
- Solarzellen
- GaAs-Wafer

Kunststoffe:  
- Folien
- Verbundfolien (Photovoltaik)
- Faserverstärkte Kunststoffe

Leistungen des ITW

-Technologieberatung
- Machbarkeitsstudien
- Musterfertigung
- Kleinserien
- Schneiddienstleistungen

Einsatzbereiche

- Halbleiterindustrie
- Photovoltaik
- Elektrotechnik / Elektronikindustrie
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Medizintechnik
- Automobilbau
- Feinmechanik




